2. ELEMENTY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE

- Obudowy elementéw
 do montazu
 powierzchniowego

Z TEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:
= jakie s3 wymiary obudéw SMD,

= jakie wyrdznia sie rodzaje wyprowadzer,
m jakie wystepuja typy obudéw.

Montaz SMT jest obecnie powszechnie stosowany w elektronice. W tabeli 2.3 przedstawio-
no jego zalety i wady w stosunku do montazu THT.

Tab. 2.3. Zestawienie zalet i wad SMT wzgledem THT

fatwa automatyzacja procesu produkcyjnego | » wysoki koszt w przypadku zastosowania
miniaturyzacja maszyn

mozliwo$¢ umieszczania elementéw po obu « skomplikowana kontrola jakosci potaczen
stronach ptytki drukowane;j « trudna wymiana uszkodzonych elementéw
mata impedancja wyprowadzen, co ma znaczenie = « mata optacalnosc dla krétkich serii

przy wielkich czestotliwosciach o koniecznos¢ klejenia ciezkich i duzych ele-
dobre wiasciwosci mechaniczne ze wzgledu na mentéw przed lutowaniem

mniejsze gabaryty elementéw | o duze naprezenia w czasie zastygania spoiwa
szybko$¢ montazu | e trudny montaz reczny

nizsze koszty produkgji niz przy THT

2.4.1. Rezystory, kondensatory

Rozmiary elementéw SMD oznacza sie wedlug dwéch systeméw: calowego (c) i metrycz-
nego (m). W tabeli 2.4 pokazano, jak oznacza si¢ elementy o dwéch wyprowadzeniach.

Tab. 2.4. Zestawienie typowych wymiar6w elementéw SMD o dwéch wyprowadzeniach

Typowe oznaczenie dla rezystorow i kondensatoréw

Wymiar
L

01005 j 0402 0,4 mm x 0,2 mm
0201 0603 V * 0,6 mm x 0,3 mm

e S — mCE——
0603

1608 | 1,6 mm x 0,8 mm

0805 2012 ’ 2mmx12mm
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Typowe oznaczenie dla rezystoréw i kondensatoréw

calowe metryczne

1206 3216 32mmx1,6 mm

1210 3225 32mmx2,5mm

1806 4516 4,5 mm x 1,6 mm

1812 4532 4.5 mmx 3,2 mm

2010 5025 5mmx2,5mm

2512

6332 i 6,35 mm x 3 mm

Szerokos¢ x dtugos¢ x wysokos¢
metryczne

3216-12 3,2mmx1,6 mmx12mm

A 3216-18 3,2mmx1,6 mmx1,8 mm

3528-12 32mmx2,8mmx12mm

B 3528-21 3,5mm x 2,8 mm x 2,1 mm

6032-15 6,0mmx3,2mmx1,5mm

& 6032-28 6,0 mm x 3,2 mm x 2,8 mm

i 7260-38 7,2 mm x 6,0 mm x 3,8 mm

: 7343-20 } 73 mm x 4,3 mm x 2,0 mm
i | 734331 7.3 mm x 4,3 mm x 3,1 mm

D
E 7343-43 | 73mmx 4,3 mmx43mm
\Y 7361-38 | 73 mm x 6,1 mm x 3,8 mm

Wymiary u podstawy razem

z wyprowadzeniami

3,5mm x 4,5 mm

50 mm x 5,5 mm

6,0 mm x 6,5 mm

Doy P B i T T

7,3 mm x 7,8 mm

9,0 mm x 9,5 mm

11,0 mm x 12,0 mm

13,5 mm x 14,5 mm

[ 17,0 mm x 18,0 mm

19,0 mm x 20,0 mm

Podobnie wygladaja wymiary diod w obudowach walcowych i prostokatnych.



2. ELEMENTY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE

Rys. 2.22. Przyklad rezystoréw SMD

2.4.2. Uktady scalone

W ukladach scalonych duzym zmianom w stosunku do THT — oprécz sposobu montazu
i wymiaru obudéw — ulegt réwniez raster wyprowadzen. W tabeli 2.5 pokazano, ile wynosi
raster w zalezno$ci od typu i wielko$ci obudowy ukladu scalonego.

Tab. 2.5. Typy obudéw uktadéw scalonych do montazu powierzchniowego

SOJ 0,05" -1
gOIC-narrow e _ 0,05" ~1,27 mm :
| SOIC-wide ' ” 0,05” = 1,27 mm -
sop L e
PSOP ] - 0,05" -1,27 mim -
" QOPSOP P 7 0,025” -0, 635 mm
SSOP TR S o O 025" -0, 635 mm "
g o T S o,és o . . y
| TSOP-type | ik - s 0,5 mm |ub 0 55 rr;m - —
TSOP-type Il S 0, 615” -1,27 mm Iub 0,8 rﬁm
féOP-t);pe II 1 2; mm, 1,25 mr;1, 1,00 mm, 0 80 mm, 0,65 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
TSSOP ' ] 0,65 mm, 0,50 mm

MSOP uSOP uMAX

vSOP, stop 1

W wyprowadzanych uktadach jest znacznie wigcej pinéw niz w THT.

065mm OSOmm

OSOmm 040 mm
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2.4.3. Obudowy SO]

Obudowy SOJ [ang. SMALL OUTLINE ]-LEADED] stanowig odpowiednik obudéw SDIP. Piny
sa w nich zawiniete pod obudowe i z boku wygladaja jak litera J.

Gléwne cechy:

liczba wyprowadzeri: 8-64;

raster: 1,27 mm;

typowe szerokosci: 0,3”; 0,4”; 0,45”;

obudowa: prostokatna;

wyprowadzenia: na dwéch dtuzszych bokach.
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Rys. 2.23. Fragment noty katalogowej przedstawiajacej obudowe typu SOJ

2.4.4. Obudowy SOIC

Obudowy SOIC [ang. SmaLL OuTLINE IC] pojawily sie jako pierwszy ekwiwalent obudéw
DIP do montazu powierzchniowego. Wystepuja w wielu wariantach: SSOP, TSSOP, TSOP
itd. Piny s3 wyprowadzane tylko na dwéch bokach obudowy.
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Gléwne cechy:

liczba wyprowadzen: SOP8-44, SSOP20-70, TSOP26-86;

raster: SOP 1,27 mm, SSOP 0,65-1,00 mm, TSOPO 50-1,27 mm;

obudowa: prostokatna;

wyprowadzenia: na dwéch dtuzszych bokach dla typu II TSOP, a na krétszych bokach
w typie I TSOP.

Rys. 2.24. Wyprowadzenie z obudowy typu SOIC

Rys. 2.25. Modut adaptera USB na RS232; w centrum ptytki drukowanej widoczny uktad w obudo-
wie SOIC, u géry — rezonator kwarcowy 12 MHz

Mechanical Drawing

A | 6— DIMENSIONS
- INCHES | MILLIMETERS
~ ﬁ H H ﬁ SYMBOL [ MIN_ | MAX | MIN_| MAX
B l=— || A 0.049 | 0.057 1.24 1.44
B | 0.000 | 0.017 | 0.00 | 0.27
C 0018 |- | 046 | -
D 0.006 | 0.011 | 0.16 | 0.27
E 0.145 | 0.154 | 3.70 | 3.90
O E H F 0.189 | 0.198 4.81 5.01
G 0.150 381
i 0231 [ 0244 | 588 | 6.18
O J 0.013 ] 0.021 | 035 | 052
K 0.050 1.7

t ?/ ; Q Q Q SOIC-8 (REV- RO)
c
! *‘ "‘ 0 L— K »l »l J l« RO

Lead Code: Part Marking:

Reference individual 4-5 Character Alpha/Numeric Code
device datasheet.

Rys. 2.26. Fragment noty katalogowej przedstawiajacej obudowe typu SOIC-8



2.4.5. Obudowy PLCC

Obudowa PLCC [ang. Prastic LEADED CHIp CARRIER] jest prostokatna lub kwadratowa,
a wyprowadzenia znajduja sie na kazdym jej boku. Wyprowadzenia sa podobne do wypro-
wadzen w obudowie SOJ.

Gléwne cechy:

liczba wyprowadzen: 18-84,

raster: 0,127 mm,

obudowa: prostokatna lub kwadratowa,

wyprowadzenia: na czterech bokach.

Rys. 2.27. Obudowa PLCC

2.4.6. Obudowa PQFP

Obudowy PQFP i QFP [ang. Prastic Quap F1AT PAck] majg ksztatt prostokata lub kwadra-
tu, a wyprowadzenia — identyczne jak w SOIC — znajduja si¢ na wszystkich czterech bokach.
Gléwne cechy:

liczba wyprowadzen: 32-304,

raster: 0,4 mm; 0,5 mm; 0,635 mm; 0,65 mm; 0,8 mm; 1,0 mm,

obudowa: prostokatna lub kwadratowa,

wyprowadzenia: na czterech bokach.

2.4.7. Obudowa PGA

Obudowy PGA [ang. PIN-GRrID ARRAY] mozna spotkac w starszych uktadach. S kwadrato-
we, a wszystkie wyprowadzenia znajduja sie u dotu obudowy i majg postac¢ pinéw ze szpil-
kowymi konicéwkami.

Gléwne cechy:

liczba wyprowadzen: 68—450,

raster: 0,17,

obudowa: kwadratowa,

wyprowadzenia: u dotu.

W obudowach tego typu pierwszy pin czesto oznacza si¢ $cieciem rogu obudowy lub
kropka.
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TOP VIEW BOTTOM VIEW
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Rys. 2.28. Fragment noty specyfikacyjnej obudowy typu PGA

2.4.8. Obudowa BGA

Obudowy BGA [ang. BALL GRrID ARRAY]| s3 najtarisze w produkcji i montazu przy zachowa-
niu duzej gestosci wyprowadzen. Wyprowadzenia, majace ksztatt kulek, znajduja sie na
spodzie obudowy, co czyni jg nastepcg obudéw typu PGA.

Giéwne cechy:

liczba wyprowadzen: od 16 do ponad 2400,

raster: 0,65 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 1,0 mm; 1,27 mm; 1,5 mm,

obudowa: prostokatna lub kwadratowa,

wyprowadzenia: na spodzie,

wymiary obudowy: bok od 4 mm do 50 mm.
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Rys. 2.29. Fragment noty specyfikacyjnej opisujacej obudowe typu BGA
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GEDM!
£l 1682 94V-0

Rys. 2.30. Plytka drukowana pamigci SO-DIMM; widoczne uktady pamieci w technologii BGA
(brak widocznych wyprowadzen)

&d SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Jakie znasz obudowy elementéw do montazu SMT?

2. Jakie rodzaje elementéw elektronicznych zamyka sie w obudowie TO-92?

3. Czym cechuje si¢ obudowa BGA, a czym obudowa PGA?

4. Co oznacza skrét SOJ?

5. Jakie wymiary maja obudowy rezystoréw? Jaki rodzaj obudowy stosuje sie w scalonych
wzmacniaczach audio?




